
［Hole Wall Quality at 2,000 hits］ 内壁粗さ 

［Drilling Condition］ 加工条件 

半導体パッケージ用、ビルドアップ用内層コア材 等 BGA、for HDI etc…
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［Hole Registration Accuracy］ 穴位置精度 

ドリル加工事例 
Micro-Hole Drilling Performance

用途 


